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 要  旨 
 近年，マイクロマシン，MEMS産業が活性化する中，マイクロマテリアルの需
要増加に伴い，従来の製品と同等の信頼性を保証するためにマイクロマテリアル
の機械的特性及び疲労特性を把握するための試験(マイクロテスティング)が盛ん
に行われているが，試験方法についての規格はJIS等でいまだ確立されておらず，
信頼性ある機械的特性および疲労特性データが少ないのが現状である． 
 そのため本研究では，微小荷重用試験機Tytron250を用いて，オーステナイト系
ステンレス鋼SUS304-CSP極薄板材を用いて疲労試験を行い，疲労寿命及び疲労強
度に及ぼす試験片形状寸法の影響を調べた．その結果から以下の結言を得た． 
1. 板厚t=20µm 試験片を用いて試験片加工方法が疲労特性に及ぼす影響を調査し
た結果，バフ研磨試験片は放電加工試験片より，傾斜部の疲労寿命が長くなった．
また，両試験片の疲労強度は 1050MPa となり同じであった．バフ研磨試験片のき
裂起点はほぼ全てが介在物であったが，放電加工試験片はき裂起点の 2/5 が介在
物，3/5 が試験片側面の放電加工面であった．   
2.板厚 t=20µm 試験片を用いて試験片平行部長さ L が疲労特性に及ぼす影響を調
査した結果，試験片平行部長さ L=0mm の試験片が L=5mm の試験片より疲労寿命
が長く，疲労強度も高くなった．これは試験片の寸法効果の影響である．  
3.板厚 t=20µm 試験片を用いて試験片の板幅 W が疲労特性に及ぼす影響を調査し
た．その結果，傾斜部の疲労寿命は板幅 W=0.5mm の試験片が W=2mm の試験片
よりも長くなり寸法効果の影響が見られたが，疲労強度は，W=0.5mm の試験片の
方が W=2mm の試験片より若干低くなった．  
4.板厚 t=10µm 試験片を用いて疲労試験を行った結果，板厚 t=20µm の試験片の疲
労試験結果と比較して，疲労寿命のばらつきが非常に大きくなった．これは板厚
t=10µm の試験片は，板厚に対してき裂起点の介在物寸法が大きいために，疲労寿
命に及ぼす介在物の影響が大きくなったためと考えられる．  
5.板厚 t=20µm 試験片を用いて試験片の採取方向が疲労特性に及ぼす影響を調査
した結果，圧延方向と試験片採取方向が垂直な試験片 (θ=90°)は，圧延方向と採取
方向が平行な試験片(θ=0°)よりも，疲労寿命が長く，かつ疲労強度も高くなった．
これは試験片採取方向により結晶粒の配向性が異なっていることが原因である．
6.板厚 t=20µm 試験片の疲労試験結果をワイブル確率紙にプロットした結果，高応
力のデータはばらつきが小さく 2 母数ワイブル分布に従っていたが，疲労限度に
近い応力レベルでは，データのばらつきが大きくなり，2 母数ワイブル分布に従
っていないことがわかった．板厚 t=10µm 試験片の疲労試験結果をワイブル確率
紙にプロットした結果，応力レベルによらず，データにばらつきがあり，2 母数
ワイブル分布に従っていないことがわかった．  
7.疲労き裂起点が介在物であった試験片の介在物について定性分析および面分析
を行った結果，介在物はアルミナ系酸化物 Al2O3であることがわかった．   
 
